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技術の概要

・パワー半導体用の高放熱性封止材

・高放熱性回路基板

・高熱伝導絶縁接着シート

一般的に熱伝導性の低い高分子材料への放熱性の付与には、系内に規則構造を導入す

ることによってフォノン伝導性を高める必要がある。

本技術は、硬化反応過程において、エポキシ系ネットワークポリマー中に配列構造を形成

させることによって、汎用ポリマーに比べ、高熱伝導性を付与でき、また、従来から問題とさ

れていた融点の高さを改善することによって、ハンドリング性を向上できることを特徴とする。

液晶性エポキシ樹脂を硬化させる際に反
応温度を制御したり、磁場（１T)を適用した

りすることで、配列構造を導入した。その結
果、汎用系の熱伝導率（0.2W/m・K）に比べ、
表1に示すような高い熱伝導率が達成され
た。

一般には液晶性エポキシ樹脂はモノマー
の結晶性が高いため、高融点を示す。今回
合成されたエポキシ樹脂は骨格構造にシク
ロヘキセン環を導入することによって結晶
性を若干低下させ、低融点化（m.p.95℃）に
成功した。
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